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Ⅰ. 개요
신소재공학부 6명, 전자공학부 2명으로 구성된 ‘포미(For ME)’ 팀은 대학 생활 2년 간 학과 커리큘럼에 맞게 교과목을 이수하면서 학업에 집중하였지만, 본인의 진로에 대한 방향성은 구체적으로 설정하지 못한 상황이었다. 따라서 자신의 적성 및 흥미 분야를 확인한 후, 본인이 희망하는 산업과 원하는 직무의 특성을 알아보기 위해서 Junior CoREP에 지원하게 되었다.
팀 구성원 모두 반도체 계열 진로에 관심이 많았기 때문에, 4조 ‘포미’ 팀은 반도체 산업을 탐구하고, 본인이 생각하는 반도체 기업의 직무로 진출하기 위해 필요한 역량을 파악하여 경쟁력 있는 반도체 직무 전문가로 거듭나는 것을 목적으로 두었다. 
목적을 달성하기 위해 수용, 자기주도적 태도, 성실을 팀원들의 핵심가치로 설정하였다.
 최신 시스템 반도체 산업의 성장, 전기차 수요 증가, 팀원들의 전공 적합도를 고려한 결과, 고전압에 잘 견디고 높은 반응 속도를 가지고 있어 활용성이 우수한 전력 반도체 생산에 강점을 가진 ‘온세미 코리아’를 목표 기업으로, 직무는 ‘Device Engineer’으로 선정하게 되었다.
‘포미’ 팀은 현직자 인터뷰 등 여러 활동을 통해 다른 기업과 차별화된 ‘온세미 코리아’ 기업만의 강점과 원하는 인재상을 다방면으로 분석하고 해당 직무에 진출하기 위한 필요 요건들을 인지하여 표준 커리어 플래너를 작성하였다. 이러한 과정을 통해 본인의 목표 직무를 확실히 결정함으로써, ‘포미’ 팀 구성원 모두 남은 2년의 대학 생활을 하는 동안 해야 할 활동들을 더 체계적으로 준비할 수 있게 될 수 있는 발판으로 삼고, 다른 학생들 간 공유를 통해 학우들에게 도움을 줄 수 있는 정보를 제공하여 반도체 산업에 관심이 있는 학생들이 전력 반도체라는 생소할 수 있는 분야에 대한 정보를 얻고, 본인만의 반도체 관련 진로를 설정하는데 도움이 되는 자료가 될 것이라 기대한다. 

Ⅱ. 서론
1. 공모전 참여 목적 및 목표
A. 목적
반도체 분야로 취업을 꿈꾸는 신소재공학부와 전자공학부의 학생들이 함께 모인 ‘포미(For ME)’ 팀은 팀명 ‘For ME’ 와 같이 나를 위한 활동을 통해 나를 알아가는 시간을 가지며 자신을 파악하고, 신소재공학부를 상징하는 Material의 M, 전자공학부를 상징하는 Electronic의 E를 결합하여, 모든 팀원들을 위해 함께 협력하여 반도체 산업과 탐구하고 직무 이해를 통해 경쟁력 있는 반도체 직무 전문가로 성장하려는 목적을 가진다.

B. 목표
1) Junior CoREP 활동을 통해 희망 직무를 설정하고 그 직무에 가기 위해 앞으로 이수해야 할 필수 과목과 적합한 대외 활동을 찾아 체계적인 대학 생활을 위한 커리어 플래너를 완성한다.
2) 공정기술 설비 설계에 필요한 반도체 8대 공정에 대한 기본 정보를 설명할 수 있고 생소한 전력 반도체를 조사하며 전력 반도체에 대한 이해를 심화시킨다.
3) ‘온세미코리아’ 기업에 종사하는 사람들과 인터뷰를 통해, 기업이 요구하는 역량과 원하는 인재상을 파악한다.
4) 본인의 기본 정보 기술서와 직업 적성/가치관/선호도 검사 결과를 바탕으로 ‘포미’ 팀이 조사한 ‘Device Engineer’ 직무가 본인의 적성에 맞는 직무인지 확인할 수 있다.

2. 산업, 기업, 직무 선정 이유
A. 산업 선정이유
1) 전공 적합도
전자공학부 2명과 신소재공학부 6명으로 구성된 ‘포미’ 팀은 모두 본인의 전공과 관련된 산업으로 진출하기를 희망하였고, 전공 관련 산업 중 반도체 산업에 관심이 많았다.
이에 ‘포미’ 팀은 전공 적합도를 확인하기 위해 삼성전자, SK하이닉스, 온세미코리아 등 반도체 기업에 대해 조사하였고, 그 결과 해당 기업 내 많은 직무에서 전자공학부와 신소재공학부 전공자들을 우대하는 것을 확인하였다.
또한, 국민대 경력개발지원단 홈페이지 내 ‘전공별 로드맵’에서 전자공학부와 신소재공학부 출신 선배들이 반도체 산업으로 진출한 다양한 사례들을 확인하였다.
따라서 ‘포미’ 팀은 조사 결과에 의거하여, 반도체 산업을 본 공모전 목표 산업으로 선정하였다.

2) 끊임없는 발전, 그리고 국내 핵심 산업
반도체 산업은 4차 산업 혁명 시대의 주요 산업이다. 비록 현재 반도체 시장은 거시경제 악화, IT 수용 부진 등으로 하향세인 상황이지만, 오히려 첨단 반도체 기술력 확보를 위한 연구 개발은 더 활발하게 진행되고 있다.
그 예시로, 테크인사이츠는 2023년 세계 반도체 업계의 연구개발 투자 규모가 전년 대비 4% 증가한 943억 달러를 기록할 것으로 분석했다. 이는 연간 기준 역대 최대치에 해당하며, 추가로 나아가 오는 2027년까지도 연구개발 투자 규모는 매년 꾸준히 증가할 것으로 전망했다.
우리나라의 반도체 산업의 경우, 한국반도체산업협회 홈페이지 내용에 의거하여, 매년 40조원 이상의 과감한 투자와 5천명 신규 고용이 진행 중인 국가 핵심 산업인 것을 알 수 있었다. 또한 전세계 반도체 생산 능력의 21%를 보유하는 등 세계 반도체 시장을 선도하고 있는 것도 확인하였다..
이처럼 반도체 산업은 국내 핵심 산업이고 시황에 상관없이 꾸준히 발전하고 있기에, ‘포미’ 팀은 반도체 산업을 본 공모전 목표 산업으로 선정하였다.

B. 기업 선정 이유
1) 설계부터 생산까지, IDM(종합 반도체 회사)
반도체 기업을 크게 분류하면, 설계만 담당하고 생산은 하지않는 팹리스(Fabless, 대표 기업 : Qualcomm, NVIDIA 등), 설계회사로부터 위탁을 받아 생산만 하는 파운드리(Foundry, 대표 기업 : TSMC, UMC 등), 설계와 생산을 모두 진행하는 IDM(종합 반도체 회사, 대표 기업 : 삼성전자, SK하이닉스, 온세미 등) 로 나눌 수 있다. ‘포미’ 팀은 ‘생산/품질’ 팀으로서, 반도체를 제조하는 공정부터 생산을 위한 평가 과정 모두 이해하기 위해서는 IDM 기업이 가장 적합하다고 생각하였다.



2) 학생들에게 인지도가 낮은 기업
‘포미’ 팀은 삼성전자나 SK하이닉스처럼 잘 알려진 IDM 기업보다는, 조사 가치가 크지만 사람들이 잘 모르는 기업에 대한 정보를 제공하기로 결정하였다. 여러 IDM 기업 후보군 중, 팀원 모두 잘 알지 못했던 ‘온세미코리아’에 대해 조사하기로 결정하였고, 조사 전 설문 조사를 통해 ‘온세미코리아’에 대한 이공계 학우들의 인지도를 확인해 보았다.
그 결과, 40명의 이공계 학우들 중 31명(77.5%)의 학우들이 ‘온세미코리아’를 잘 모른다고 응답했고, 30명(75%)의 학우들이 기업에 대한 정보를 얻길 희망한다고 응답했다. 설문 조사 결과에 의거하여, ‘포미’ 팀은 반도체 산업에 관심이 있는 학우들이 ‘온세미코리아’를 알아두면 반도체 시장을 보는 시각이 넓어질 것이라 판단하였다.

3) 미래를 선도하는 전력 반도체 기업
‘포미’ 팀은 최근 지구 온난화로 인한 환경 오염 문제가 대두됨에 따라, 세계 주요 기업들이 탄소 감축을 위해 친환경 사업들을 진행하고 있다는 것을 확인하였다. 자동차 회사의 경우, 가장 대표적인 친환경 사업은 전기차 사업이다. 전기차를 만들기 위해서는 SiC MOSFET, IGBT와 같은 전력 반도체가 탑재되는데, ‘포미’ 팀은 ‘온세미코리아’가 이러한 전력 반도체를 대표적으로 만드는 기업이라는 것을 알게 되었다.
해당 기업의 본사 온세미는 2016년 ‘페어차일드’ 라는 기업을 인수해 세계 전력 반도체 시장 점유율 8위에서 2위로 올라간 기업이다. 2022년 4분기 수익 중 47%가 차량용 반도체 (SiC) 부문에서 발생했고, 최근 2023년 10월에 신규 팹 S5라인을 가동을 시작하여, 더 많은 SiC 반도체 생산을 통해 글로벌 전기차 시장을 지속적으로 지원하고 있다. 또한, 온세미코리아는 2025년까지 경기도 부천시에 1조 4000억원을 투자해 전력 반도체 연구 시설 및 생산 라인을 증설한다는 계획도 세웠다.
전기차 사업이 발달함에 따라 전력 반도체가 중요해지는 상황에서, ‘온세미코리아’는 우수한 기술력을 바탕으로 높은 성장 가능성을 갖고 있기 때문에, ‘포미’ 팀은 해당 기업을 최종 목표 기업으로 선정하였다.

C. 직무 선정 이유
1) 높은 취업 가능성
‘B. 기업 선정 이유’에서 언급했듯이, ‘온세미코리아’는 종합 반도체 회사로, 직무 역시 다양한 종류로 구성되어 있었다.
이에 전자공학부, 신소재공학부 전공 학생들로 구성된 ‘포미’ 팀은 해당 전공 학사 학위 취득자의 취업 가능성을 고려하였고, 그 결과 Device Engineer, Process Engineer, Test Engineer 직무에서 우리 팀원이 소속된 전공 학사 학위를 취득한 사람들을 우대하는 것을 확인하였다.

2) ‘포미’ 팀의 선호도 및 목표에 가장 적합한 직무
‘포미’ 팀은 모두 전력 반도체에 관심이 많았기에 전력 반도체 제품을 직접적으로 다루는 직무를 선호하였다. ‘가) 높은 취업 가능성’을 토대로 선별한 3개의 직무가 어떤 일을 하는지에 대해 간단히 조사한 결과,
Process engineer의 경우, 반도체 공정 내 단위 공정 별로 팀이 구성되며 각 단위 공정 단계에서의 관리 및 개선 업무를 진행하는 직무였고, Test Engineer는 고객에게 판매되는 반도체 제품을 양산하기 전에 기준에 맞춰 테스트를 진행하는 직무임을 확인했다.
반면, Device Engineer 직무는 전력 반도체 제품 공정 내 불량 문제 해결 및 생산 라인(≒설비)의 수율 개선을 통해 품질을 향상시키고, 제품의 수익성을 고려한 양산성을 평가하여 실제 양산 제품으로 출시하는 업무를 하였다.
따라서, Device Engineer는 위에서 언급한 팀의 기준 및 해당 직무 탐색을 통해 전력 반도체 공정에 대한 이해하기로 팀의 목표에 모두 해당한 직무였기 때문에, ‘포미’ 팀은 Device Engineer를 최종 목표 직무로 선정하였다.

3. 기대효과
- 반도체 산업과 직무에 대해 직접 조사하고 찾은 후, 본인이 생각하는 진로 계획을 구체적으로 세움으로써, 경쟁력 있는 반도체 직무 전문가가 되는 커리어 로드맵을 완성할 수 있다.
- ‘온세미코리아’ 라는 외국계 반도체 기업 입사를 위해 필요한 역량, 요구 능력을 확인함으로써, 외국계 기업 입사에 대한 취업 경쟁력을 갖출 수 있다.

- 메모리 반도체와 다른 전력 반도체에 대한 조사를 통해, 반도체 직무 선택의 폭을 넓혀 줄 수 있다.

4. 주요 활동
A. 기업 인지도 설문조사
‘포미’ 팀 구성원과 같은 학부인 전자공학부와 신소재공학부 학생들을 대상으로 ‘온세미코리아’ 기업에 대한 인지도를 조사하기 위해 온라인으로 설문 조사를 진행하였다. 전자공학부 15명, 신소재공학부 25명, 총 40명이 참여한 설문 조사에서 31명(77.5%)이 ‘온세미코리아’를 잘 모른다고 응답하였다.

B. 동문 선배 화상 인터뷰
인터넷으로 얻을 수 있는 ‘Device Engineer’ 직무 관련 정보가 부족하여, ‘포미’ 팀은 직무 관련 구체적인 정보를 얻기 위해 해당 직무 소속이었던 국민대 출신 박은수 선배님과의 인터뷰를 진행하였다. 인터뷰를 통해 해당 직무에서 기본적으로 다루는 전력 반도체의 기본 특징에 대해 알 수 있었고, 선배님의 Device Engineer 직무 지원 동기 및 준비 과정을 들으면서, 이수해야 할 과목, 필요 경험 등 직무의 요구 역량을 파악할 수 있었다. 또한, 선배님께서 직접 느낀 근무 환경에 대한 내용을 들음으로써, 기업 및 Device Engineer 직무의 장단점을 알게 되었다.

C. 인사 담당자 전화 인터뷰
‘포미’ 팀은 온세미코리아가 원하는 인재상 및 요구하는 태도, 기업 내 승진 제도에 대한 폭넓은 정보를 얻기 위해, 인사 담당자와의 컨택을 이메일로 여러 번 시도하였고, 극적으로 연락이 닿아 전화로 인터뷰를 진행하였다. 외국계 기업이어서 의사소통을 매우 잘 해야 입사하기 유리하다는 점, 배우려는 태도보다는 능동적으로 움직이는 태도가 더 중요하다는 것을 알게 되었다. 또한, 연차에 상관없이 진급이 가능해 유연한 승진 제도를 가진 것도 파악하였다.



D. 현직자 서면 인터뷰 + 직무 업무 관련 배경 지식 습득
Device Engineer 직무 업무 진행 방식이 구체적으로 어떻게 이루어지는지 궁금한 ‘포미’ 팀은, 국민대 출신 현직자와 인터뷰를 시도했지만, 연락이 닿지 않았다. 그러다 얼마 후, 유튜브 컨텐츠에서 해당 직무 인터뷰를 하신 현직자 분의 인스타그램 계정을 발견하였고, DM으로 컨택에 성공하였고, 이메일을 통해 인터뷰를 진행하였다.
그러나, 업무 진행 방식이 기업 보안 사항이라 1차 인터뷰 때 아무런 정보를 얻지 못한 ‘포미’ 팀은 Device Engineer가 담당하는 5가지의 전력 반도체 소자의 특성 및 공정 과정에 대해 학습하였고, 이를 토대로 Device Engineer가 어떤 방식으로 일을 하는지에 대한 시나리오를 작성하였다. 이후 2차 인터뷰에서, ‘포미’ 팀은 작성한 시나리오 대로 업무가 진행되는지에 대한 검증과 피드백을 현직자로부터 얻을 수 있었고, 이를 통해 해당 직무의 구체적인 업무 과정을 알 수 있게 되었다.

E. 6-sigma GB 자격증 취득
동문 선배 인터뷰를 진행할 때, 박은수 선배께서 통계적 역량을 갖추고 있으면 데이터를 해석하는 능력, 여러 요소의 상관 관계 분석 능력을 함양할 수 있으므로 통계 관련 자격증을 취득하라고 조언해주셨다. 여러 통계 자격증을 살펴보던 중, ‘포미’ 팀은 단기간에 취득이 가능한 6-sigma GB를 확인하였고, 주니어코랩 기간 내 취득하기로 결정하였다. 팀원 각자 인터넷 강의를 듣고, 이후 화상 팀 미팅을 통해서 개념을 복습하는 시간을 가졌고, 1월 23일에 ‘포미’ 팀 전원이 6-sigma GB 자격증을 취득하여 통계적 역량을 갖추는데 성공했다.

Ⅲ. 본론
1. 목표 산업, 기업 분석
A. 산업 분석
1) 반도체 산업의 정의
반도체 산업(半導體 産業, semiconductor industry)은 반도체 설계 및 제조에 종사하는 기업들로 구성된 산업이다. 반도체 산업은 1960년경에 반도체 소자 제조가 실행 가능한 사업이 된 후에 형성되었다.

2) 반도체 산업의 구조
반도체는 기능과 역할에 따라서 시스템 반도체(=비메모리 반도체)와 메모리 반도체로 구분된다. 특징은 다음 표와 같다.
	
	시스템 반도체
	메모리 반도체

	역할
	정보 처리(ex. 연산 수행, 명령 내리기)
	정보 저장

	종류
	CPU, AP, NPU, DDI, 이미지 센서
	휘발성 메모리(ex. D램), 비휘발성 메모리(ex. SSD, USB)

	시장 규모
(2021년 기준)
	3212억 달러
	1625억 달러

	생산 방식
	다품종 소량 생산
	소품종 대량 생산

	산업 특징
	설계 인력 중심 기술 집약
	대규모 설비 투자 필요

	가격 변동성
	수요 변화에도 안정적
	수요 변화에 민감

	한국 점유율
	약 4.1% (2021년 기준)
	약 57% (2020년 기준)

	대표 기업
	인텔(Intel), NEC, TSMC(생산 전문),
	삼성전자, SK하이닉스,
도시바(TOSHIBA), 마이크론


한국은 세계 반도체 시장 점유율에서 세계 2위, 메모리 반도체 부문에서는 1위로, 반도체 산업을 선도하는 나라이다. 다만, 시스템 반도체 부문에서는 약 4%로, 메모리 반도체에 비해 입지가 매우 약한 것을 확인할 수 있다. 앞으로 4차 산업 혁명이 대두됨에 따라 스마트폰, 컴퓨터와 같은 웨어러블 기기부터 시작해서 드론, 자율 주행 자동차 등에 사용되는 시스템 반도체의 수요는 메모리 반도체에 비해 크게 증가할 것임으로, 국내 시스템 반도체 산업의 성장이 절실한 상황이다.

3) 전력 반도체 산업
<정의 및 사용 분야>
전력 반도체는 시스템 반도체의 일종으로 전자 기기에 들어오는 전력을 시스템에 맞게 배분, 제어와 변환을 통해 전력 사용량을 줄여주는 기능을 수행하는 반도체이다. 이러한 역할을 하는 덕분에, 전력 반도체는 사용 범위가 매우 넓다.
현재까지 스마트폰과 가전제품 등에 가장 많이 사용되었고, 최근에는 전기자동차, 신재생에너지의 일종인 태양광 발전 등으로 사용 분야가 확대되었다.

<전력 반도체 산업 추세>
국내 연구 기관인 ‘KDB산업은행 미래전략연구소’에 따르면, 글로벌 전력 반도체 시장 규모가 2019년 450억 달러에서, 2023년 약 530억 달러(약 69조원) 로 성장할 것으로 예상하였다.
현재 전력 반도체 시장은 미국과 유럽 제조사들이 시장 주도 중이고, 국내 반도체 관련 대기업들(ex. 삼성전자, SK하이닉스 등)도 차세대 전력 반도체 시장 진출을 위한 투자를 확대하고 있는 추세이다.
또한, 2022년 글로벌 전체 차량 판매량에서 전기차 판매 비중은 9.9%로, 사상 최대치를 기록하였다. 이에 힘입어, 많은 전력 반도체 제조사들이 전력 반도체, 그 중에서도 높은 전압, 고온에서도 성질을 유지할 수 있는 화합물 반도체(SiC, GaN 등)에 투자를 확대하고 있다.
이처럼 전력 반도체 시장 규모는 지속적으로 성장 중이며, 또한 전기자동차, 신재생에너지, AI 서비스가 확대됨에 따라 저전력, 고효율의 필요성이 더욱 높아지면서, 전력 반도체의 중요성은 나날이 증가하고 있다.

B. 기업 분석
1) 온세미코리아 소개 및 개요
온세미코리아는 반도체 설계와 생산을 동시에 하는 세계 반도체 공급 순위 TOP 20 종합반도체 회사(IDM)이다. 국내서 반도체를 처음 개발한 삼성전자의 전력용 반도체 사업부로부터 시작되었기에(’98, 당사로 M&A), 한국 최초의 반도체사라는 닉네임을 가지고 있고, Fab Line과 R&D 센터, 디자인 센터, 세일즈 오피스를 가지고 있는 국내 유일한 외국계 종합반도체사로서 세계의 전력 반도체 시장을 주도하고 있다.
	대표 산업
	자동차용, 산업기기, 통신용 반도체 제조 및 판매

	CEO
	강병곤, 리밍왕

	매출액
	1조 3000억 (2022년 기준)

	임직원
	2200명 이상

	영업이익
	373억 (2021년 기준)

	업무 분야
	반도체 생산, 연구 개발, 영업 및 기술 지원



2) 온세미코리아 주력 산업
Silicon Carbide(SiC)를 주력으로 한 전력 반도체 생산을 주력으로 삼고 있다. Power Management, Connectivity, Discrete, Custom, & SoC, Sensors, Analog, Logic, & Timing을 주요 제품으로 하며 부문별 매출로는 Automotive Sector 에 31%, Industrial Sector에 27%의 매출을 보여주고 있다. 온세미 코리아는 전력 반도체 생산을 위한 8인치 및 6인치 Fab-line과 국내 최대의 In-house EPI Line, 그리고 Wafer Probe Line을 가지고 있으며, 최근 전력 반도체 시장을 주도할 SiC 제품 생산을 위하여 신규 SiC 라인을 건설, 최첨단 장비를 구비하고 있다. 또한 온세미는 각종 전자 기기부터 전기자동차 분야에 이르기까지 다양한 시장과 제품에 최적화된 모듈 패키징에 대한 설계 및 조립 기술에 대한 풍부한 노하우를 자랑하며, 글로벌 전력 반도체의 패키징 기술을 선도하고 있다.

3) 온세미코리아 핵심 가치
핵심가치는 존중, 청렴, 진취성 총 3가지이며 수익 성장, 세계 수준의 운영 실적, 벤치마크 품질 등에 중점을 두고 고객과 주주에게 높은 가치를 제공하는 성과 중심의 기업이다.

4) 복리후생과 기업문화
	Health & Life
	단체 상해 보험 및 치과 보철료, 건강검진, 직원 식당/식비 지원, 개인 연금 지원, 통근버스/기숙사, 생활 지원 수당

	Work
	사내/외부 교육 훈련, 사내 동호회, 직원 추천 제도, 사내 행사

	Family
	경조사 지원, 자녀 학자금 지원, 직장 이린이집, 휴양소 및 숙박비 지원



5) 향후 신규 사업과 방향성 & 최신 이슈
1) DC 초고속 전기자동차 충전기
DC 초고속 충전기를 설명하기 앞서, DC와 AC를 설명해야한다. AC(Alternating Current)는 흔히 교류로 불리며, DC(Direct Current)는 직류로 불린다. 전기 자동차는 기본적으로 DC 전원 배터리를 이용하기 때문에 DC 충전기를 이용하는 것이 충전 속도면에 있어서 좋은 성능을 가진다. 하지만 충전 속도가 빠른 만큼 배터리 팩의 열화가 진행되어 배터리의 성능 및 수명이 짧아지는 단점이 있다. 이에 온세미코리아에서는 최적의 열관리와 높은 효율성을 발휘할 수 있는 소자인 ‘EliteSiC 전력 통합 모듈’을 개발 및 생산하고 있다.

2) Hyperlux LP 이미지 센서
스마트 초인종, 보안카메라, AR/VR/XR 헤드셋과 같은 카메라에 사용되는 이미지 센서로 높은 이미지 품질과 낮은 전력소비, 긴 배터리 수명이 중요한 분야이다. 온세미코리아는 이 부분에 있어서 저전력모드 도입, 높은 센서 반응속도, 보조 조명을 통한 화질 향상과 같은 기술을 개발해 만든 ‘Hyperlux LP’를 생산하고 있다.
C. 취업 정보
가) 전형 방법
연중 수시로 모집하며, 채용 공고는 각종 Job Portal (ex. 사람인, 잡코리아, 잡플래닛 등) 및 ‘Linked In’에서 확인 가능하다.

<채용 Process>
서류 전형 -> 면접 전형(필요 시 2차까지 진행) -> 채용 확정
나) 취업 Tip
해당 항목은 ‘온세미코리아’에서 재직 중인 ‘김청중’ 님과 ‘온세미코리아’에 재직한 경험이 있던 국민대 출신 ‘박은수’ 선배님과의 인터뷰, 그리고 ‘캐치’ 사이트에서 제공하는 분석 리포트를 토대로 작성된 내용이다.

서류 양식은 온세미코리아 홈페이지 내 ‘이력서 양식’에서 확인할 수 있다. 이력서 내 자기소개서는 다음과 같이 4개의 질문으로 구성되어 있다.

i. 본인의 성장 과정 및 가치관에 대하여 기술해 주십시오.
ii. 온세미코리아에 지원하게 된 동기와 Better Future(더 나은 미래)를 위한 본인의 성장 계획을 작성해 주십시오.
iii. 본인의 역량을 나타낼 수 있는 주요 전공 과목(최대 3개) 및 해당 과목을 통해 본인이 습득한 역량을 기술하시오.
iv. Teamwork(팀워크)를 활용하여 공동의 목표 달성 또는 문제 해결에 기여한 경험에 대해 기술해 주십시오.

자기소개서는 본인의 역량을 글로 어필하는 것이므로, ‘iii’, ‘iv’ 항목의 경우 본인이 지원한 직무와 연관성이 높은 내용을 기입하는 것이 좋다. 예를 들어, 본인이 ‘Device Engineer’ 직무에 지원한 경우, 해당 직무에서는 전력 반도체 공정에서 발생하는 불량 해결 및 수율 개선하는 일을 진행하기 때문에, ‘iii’ 항목에서는 ‘전력반도체공학’ 또는 ‘전자재료’와 같은 직무 관련 과목에서 습득한 역량을, ‘iv’ 항목에서는 ‘카이스트 연구소 내 반도체 공정 실습 팀 프로젝트 진행’과 같은 활동 내용을 기술하는게 좋다.

<면접 전형>
면접은 그룹 면접으로 진행되며, 면접관은 3~4명으로 구성되고, 5~6명의 지원자가 한 그룹으로 편성된다. 면접은 면접관들이 편안한 분위기를 유도하며, 지원자를 압박하지 않는 분위기에서 진행된다.
면접 질문 방식에 대해 살펴보면, 자기소개서를 기반하여 꼬리 무는 형식으로 질문이 이루어진다. 따라서, 꼬리를 무는 질문에 유연하게 잘 대처하는 능력이 필요하며, 전공 지식 관련 질문의 경우에는 해당 전공 지식 유형 내 세부 항목까지 꼼꼼하게 알고 있는 것이 좋다.
또한, 본인이 알고 있는 내용을 상대방에게 영어로 설명할 수 있도록 준비하여야 한다. ‘온세미코리아’는 외국계 기업이기 때문에 해외 근무자들과 소통하는 업무가 많으므로, 영어 회화 능력을 평가하기 위해, 영어로 답변해야 하는 조건으로 지원자에게 질문하는 경우가 많다. 만일 면접 때 해당 항목 관련 질문을 영어로 답해야만 할 때, 아무리 본인이 뛰어난 지식을 보유하고 있어도 영어로 설명하지 못한다면, 본인이 갖고 있는 역량을 완전히 보여줄 수 없으므로, 많은 준비를 해야 한다.


2. 목표 직무분석
A. 직무 분석
1) 온세미코리아 내 Device Engineer의 역할
온세미코리아에서 반도체가 개발, 생산되어 고객에게 판매되는 과정을 간단히 표현하면 다음과 같다.

[image: C:\Users\Administrator\Documents\임영훈\주니어코랩\KakaoTalk_20240122_013026431.jpg]

과정은 총 6단계에 걸쳐 진행되며, 우리 팀의 목표 직무인 ‘Device Engineer’은 양산 단계에 해당하는 것을 확인할 수 있다. (빨간 네모 그림 참고)
‘Device Engineer’은 양산 단계에서 수율 극대화를 위해 프로세스를 분석하고 이를 조정하는 역할을 한다.

2) 직무 내 구조 및 주요 업무
<구조>
Device Engineer 직무는 ‘Low Voltage MOSFET’, ‘High Voltage MOSFET’, ‘Analog IC’, ‘Diode’, ‘IGBT’ 총 5개의 팀으로 구성되어 있다. 각 팀은 팀 명칭에 해당하는 전력 반도체 소자(제품)를 담당하며, 해당 전력 반도체 소자들에 관한 기본 특징들은 ‘V. 별첨’에서 확인할 수 있다.



<주요 업무>
‘<구조>’에서 언급한 전력 반도체 소자(제품)들은 기업 내 Si, SiC 등 다양한 생산 라인(=설비)을 통해서 만들어진다.
Device Engineer는 이러한 소자(제품)들을 관리하고 출시하는 업무를 담당하기 때문에, 수율을 항상 신경 써야 한다. 수율이 감소했다는 것은 제품에서 불량이 발생했거나 품질이 하락했다는 것을 의미하므로, Device Engineer는 품질 향상을 위한 수율 개선, 제품에 불량 문제가 발생한 경우에는 원인을 분석하고 해결하는 업무를 한다.
또한, 제품의 양산성을 평가하여 실제 양산 제품으로 출시(release)하는 업무를 하므로, 제품의 수익을 극대화하기 위해 많은 노력을 하고 있다.

Device Engineer 업무의 구체적인 진행 방식은 ‘마) 직무 세부 업무 분석’에 나와 있다. 다만, 전력 반도체 공정 과정과 내부 고객을 알아야 이해하기 편하므로, ‘마)’를 보기 전,
‘다) 전력 반도체 소자 공정 과정’과 ‘라) 내부 고객’을 먼저 살펴보자.

3) 전력 반도체 소자 공정 과정
1) 패턴 형성 (ㄱ ~ ㄷ 순으로 진행된다.)
1. Photo (포토 공정)
우선 웨이퍼 위에 패턴을 형성해야 하므로, 빛을 받으면 성질이 변화하는 감광액 (Photo resist)을 웨이퍼 위에 발라줘야 한다. 이 상태에서 웨이퍼에 빛을 쏠 경우, 발라 놓은 감광액 전체가 변질되기 때문에, 광원 앞에 우리가 원하는 패턴이 그려진 판을 하나 위에 놓는다. 이 판을 포토마스크(Photomask)라 하고, 이 상태에서 빛을 쐬어주면 우리가 원하는 패턴을 웨이퍼 위에 나오게 할 수 있다.

2. Dry Etch (건식 식각)
패턴을 웨이퍼 위에 나오게 했으므로, 이제 그 패턴만 적출하기 위해서 나머지 부분을 제거하는 공정이다. 건식 식각은 포토마스크가 도포된 웨이퍼를 기체에 노출시켜서 식각을 진행한다. 대표적으로 방식으로는 ‘플라즈마 식각’이고, 여기서 ‘플라즈마’는 전자, 양이온, 그리고 전기적으로 중성인 라디칼(Radical)로 구성된 기체가 에너지를 얻은 제 4의 물질 상태이다.
플라즈마 식각 기술은 양이온을 생성해 물리적 식각을 시행할 뿐만 아니라, 식각 대상 물질을 약하게 만들고, 식각에 사용되는 기체의 반응성까지 높여주어 화학적 식각의 장점인 선택비와 물리적 식각의 장점인 비등방성을 동시에 취할 수 있다.
식각에서는 사용되는 기체가 매우 중요한데, 앞에서 우리는 Si(SiC) 웨이퍼를 사용했다. Si(규소) 계열의 물질은 불소 계열의 가스로 잘 제거 되기 때문에, 식각 물질로 NF3, SF6, CF4 등이 사용된다.

3. CMP 공정 (평탄화 공정)
CMP 공정은 반도체 소자(Chip) 제작 과정에서 특정 단차(높낮이 차)로 인해 발생하는 불량 이슈를 개선하기 위해 적용하는 평탄화 공정이다. 단차가 클 경우, 후속 공정에서 문제가 발생하거나 패턴 불량이 발생할 수 있기 때문에, 매우 중요한 공정이다.
CMP 공정 진행 방식에 대해 간단히 설명하면, 고속으로 회전하는 plate(판) 위에 CMP용 Slurry 용액을 뿌린 후 웨이퍼에 압력을 가하면서, Slurry에 의한 화학적 반응과 회전과 압력에 의한 물리적 작용에 의해 평탄화가 진행되는 공정이다.
2) 박막 증착
웨이퍼를 증착 기기에 투입하고 표면에 충분한 두께의 박막을 생성시키는 공정이다. 박막은 회로 간의 경계를 만들어 줌으로써, 반도체 핵심 소자들의 간섭과 전류의 누설을 막아 동작 신뢰성을 높이는 일종의 방어막과 같은 역할을 한다.
증착의 종류는 다음과 같다.

- PVD(물리 기상 증착) : 웨이퍼 표면에 증착하고 싶은 물질을 직접 날려 보내 달라붙게 하는 방법이다. 부산물 기체가 없어서 물질의 순도가 매우 높고, 반응성이 없는 순수 물질들도 증착할 수 있기 때문에, 순수 물질이 많이 사용되는 금속 배선을 만들 때 주로 사용된다.

- CVD(화학 기상 증착) : 웨이퍼 표면에 화학적 방법을 통해 물질을 씌우는 방법으로, 가장 흔한 방식은 혼합 기체에 에너지를 가해주는 방식이다. 공정 속도가 빠르지만, 반응 과정에서 각종 불순물이 섞일 수 있다는 단점이 있어서 절연층이나 각종 두꺼운 차단막 생성에 사용된다.
		
[참고] Diffusion 공정
게이트 산화막을 형성하는 과정(≒폴리 게이트 물질 형성 과정)이다. 과거에는 산화 공정에서 만들었지만, 요즘 전자 제품의 성능 및 저전력 요구가 높아짐에 따라 반도체 미세화가 진행되고 있으므로 현재는 증착 공정에서 주로 이루어지고 있다.

3) Impurity(불순물) 주입 공정 (=이온 주입 공정)
반도체가 전기적 성질을 가지게 하기 위해서 불순물(dopant)을 주입하는 과정이다. Si(SiC) 웨이퍼를 사용했기에 불순물로 원자가 전자가 5개인 인(P), 비소(As)와 같은 5가 원소 또는 원자가 전자가 3개인 붕소(B), 갈륨(Ga)과 같은 3가 원소를 주입해서 웨이퍼(기판)의 저항을 조절한다.

4) Cleaning(세정) 공정
포토 공정 후 남은 감광액 찌꺼기, 식각 공정 시 제거되지 않은 산화막, 공중의 부유물이 내려앉은 Particle(입자), 앞 공정에서 사용된 유기물 등 Fab 공정을 진행하면서 나온 각종 물리적/화학적 잔류물을 제거하는 공정이다. 이 과정을 통해, 소자의 품질 저하를 방지하고, 전체적인 수율을 향상시킬 수 있다.
(각 공정 단계 사이에서 틈틈이 cleaning 공정을 해주면 이러한 효과가 더욱 크게 나타날 것이다.)

4) 내부 고객
기업 내에서 직무 수행 시 밀접하게 일하는 사람들(부서)은 Tech 개발 단계 내 ‘Process Integration Engineer(PI)’와 ‘Unit Process Development Engineer(UPD), 양산 단계 내 ‘Product Engineer’, ‘Equipment Technician’, ‘Facility Engineer’이다. 각 직무에서 하는 일은 다음 표와 같다. (15페이지에 작성되어 있다.)



	PI
	소자를 개발하면 소자를 구현할 수 있는 공정이 필요함.
(소자 개발 : Design Engineer가 담당)
-> PI는 Designer와 UPD 팀과 협업하여 실제 소자를 구현하는 업무(웨이퍼부터 패키지 특성까지 검토)를 진행하고, 이를 토대로 수율을 개선하는 업무를 진행한다.

	UPD
	새로운 tech(신기술)에 걸맞는 단위 공정을 개발하는 직무, 단위 공정에 대한 아주 깊은 이해도를 필요로 한다.

	Product Engineer
	제품 양산 과정에 있어서 생산 능력과 마진을 극대화하기 위한 업무를 담당한다.

	Equipment Technician
	반도체 생산 장비를 설치, 유지 보수, 운영하는 직무이다.

	Facility Engineer
	반도체 클린룸을 비롯하여 반도체 공정에 필요한 시설, 공조, 상하수의 설비를 관리하는 직무이다.



5) 직무 세부 업무 분석
<개요>
‘포미’ 팀은 Device Engineer 직무의 업무가 어떻게 이루어지는지 구체적으로 알기 위해서, Device Engineer 현직자와 인터뷰를 진행했지만, 기업 내 보안 사항이었기에, 첫 번째 인터뷰에서는 원하는 답을 얻지 못했다.
이에 ‘포미’ 팀은 Device Engineer가 담당하는 5가지의 전력 반도체 소자의 특성 및 공정에 대해 학습하였고, 이를 토대로 Device Engineer가 어떤 방식으로 일을 하는지에 대한 시나리오를 작성하였다.
그 후, ‘포미’ 팀은 Device Engineer 현직자와의 두 번째 인터뷰에서 우리가 작성한 시나리오 대로 업무가 진행되는지 여쭤 보았고, 이에 대한 검증과 피드백을 얻는 데 성공하였다.

‘마) 직무 세부 업무 분석’에 쓰이는 내용은 ‘포미’ 팀이 생각한 시나리오와 현직자께서 추가로 이야기하신 내용을 덧붙여서 각색한 내용이다. 실제 ‘온세미코리아’ 내 업무 과정이 이와 약간 다를 수도 있다는 것에 유념하고, ‘나)’에서 언급한 주요 업무에 대한 구체적인 내용을 이해하는 용도로 참고하길 바란다.

<Device Engineer 직무 미리 보기>
1) 공장 내 생산 라인 수율 확인
오전 8시, Device Engineer 직무의 MOSFET 팀 소속인 A씨는 평소처럼 팹 (팹 : 반도체 생산 공장)에 가서 어젯밤 제품에 특정한 이슈가 있었는지 EDS 공정을 통해 확인했다. 그런데, 원래라면 수율이 90%이어야 하는 SiC 생산 라인에서 85%로 상당히 감소해 있었다.
(EDS 공정 : 전기적인 특성을 검사하여 웨이퍼에 설계된 칩들의 상태를 확인하는 과정이다.)

2) 수율 불량 원인 분석 – 이슈 확인
A씨는 바로 오피스(사무실)로 올라가서 MOSFET 팀원들에게 이 사실을 알렸고, 어떠한 이유로 수율 감소 원인 분석에 들어갔다. 우선, 반도체 공정에 필요한 설비 관리를 담당하는 Facility Engineer로부터 어제 17시부터 오늘 8시까지 정전으로 인한 설비 다운 문제는 발생하지 않았다는 것을 확인하였다. 추가로, 근무일지를 통해 작업자가 실수로 레시피를 잘못 입력한 문제 역시 일어나지 않았다는 것도 확인하였다.

3) 수율 불량 원인 분석 - 웨이퍼 맵 체크
장비(설비) 작동에는 별다른 문제가 없었다는 것을 파악한 A씨를 비롯한 MOSFET팀은 불량 원인을 확인하기 위해 웨이퍼 맵(Wafer map)을 체크하러 갔다. 웨이퍼 맵은 통계 분석 tool인 ‘미니탭’을 이용해서 확인해야 하기 때문에 데이터 분석에 담당하는 Industrial Engineer들과 함께 웨이퍼 맵 결과를 분석하였다.

4) 원인 확인 및 공정 시스템 수정
웨이퍼 맵을 토대로 한 1차 분석 결과, ‘Random defect’ 현상이 매우 두드러진 것을 확인하였다. 이를 토대로 MOSFET팀은 특정 단계에서의 문제가 아닌, 전체적인 팹 공정 과정에서 물리/화학 반응으로 인해 발생한 잔류물이 웨이퍼에 쌓여서 입자를 오염시켰다고 판단, 이후 UPD 팀의 도움을 받아 cleaning 공정을 2번 더 할 수 있도록 장비의 레시피를 수정하였다.

5) 수정된 시스템에서 도출된 결과 분석
다음 날, MOSFET팀은 SiC 생산 라인에서 수율이 88%인 것을 확인하였다. 어제보다는 수율이 회복되었지만, 여전히 기존보다 2% 부족한 값이었다. 이에 MOSFET팀은 한 번 더 웨이퍼 맵을 체크하였고, 전날에 보이지 않았던 ‘Center defect’와 ‘Edge-Ring defect’를 확인하였다.

6) 수율 개선을 위한 장비 수정
웨이퍼 맵을 토대로 MOSFET팀은 불량 발생 원인이 ‘플라즈마’에 의한 손상 또는 평탄화 장비의 문제라고 예상하였고, 식각을 담당하는 ICP 장비와 CMP 공정 장비를 체크하였다. 반도체 생산 장비를 유지, 보수 및 운영하는 Equipment Technician과 함께 장비를 체크한 결과, ICP 장비에서는 문제가 없었다. 다만, CMP 장비의 pressure(압력) 장치가 제대로 작동되지 않아서 기존보다 단차가 크게 나온 것을 확인하였고, 이후 PI 팀과 Facility Engineer와 협업하여 기존 압력 장치에서 새로운 장치로 수정하였다.
7) 개선된 수율(=품질 향상) 확인 및 추가 문제 방지 대책 수립
장비 수정 후, MOSFET팀은 SiC 생산 라인의 수율을 91%로 기존 90%보다 더 높은 수율로 개선된 것을 확인하였다.
이후 MOSFET 팀은 수율 감소 문제를 사전에 차단하기 위해서, SiC 라인에서 포토 공정 과정 단계 때 PR 용액(감광액)이 한 번 포토 공정 할 때 얼마나 소모되는지에 대한 값을 측정하였다. 이 데이터 값을 토대로, MOSFET팀은 PR용액이 20%이하로 떨어질 시 경고음이 울릴 수 있는 시스템을 UPD와 Equipment Technician과 함께 개발하기로 하였다.

8) 제품의 수익성 향상
개선된 수율을 바탕으로 향상된 품질의 제품을 만든 MOSFET팀은 수익성을 더 향상시키기 위해, 제품 마진을 최대화하는 업무를 담당하는 Product Engineer와 지속적으로 소통하였다. 얼마 뒤, Product Engineer로부터 기존에 사용하던 웨이퍼보다 5% 낮은 원가의 웨이퍼를 공급 받았고, MOSFET팀은 새로 공급 받은 웨이퍼가 회사 내 SiC 생산 라인의 설비에서도 정상적으로 작동되는지 평가하였다. 여러 번의 시험 끝에, 기존에 사용하던 웨이퍼와 같은 수율이 나오는 것을 직접 확인한 MOSFET팀은 더 낮은 원가의 웨이퍼를 사용해도 양산성에 문제가 없다고 판단하였다. 그 후 MOSFET팀은 Proudct Engineer에게 공급 받은 새로운 웨이퍼를 이용한 전력 반도체 MOSFET를 출시하였고, 3개월 후, 매출이 지난 분기보다 10% 증가한 결과를 얻게 되었다.

· ‘Random defect’, ‘Center defect’, ‘Edge-Ring defect’가 나타난 웨이퍼 맵 형태는 ‘V. 별첨’에서 확인할 수 있다.

6) 근무 환경
1) 근무 시간
Office(사무실) 근무 형태로 진행되고, 일반적으로는 주 5일 근무, 오전 8시부터 오후 5시까지 근무한다. 주말에 특근을 하는 경우도 있지만, 기업 내 타 직무와 비교했을 때는 적다고 볼 수 있다.

2) 근무지
주소 : 경기도 부천시 원미구 평천로 850번길 55 (도당동)
· 수도권에 위치해있기 때문에, 출/퇴근이 편리하다는 장점이 있다.

3) 기타 사항
<조직 문화>
Device Engineering 팀 자체가 도전과 패기가 모여, 보다 더 창의적이고 혁신적인 결과를 만들어 나가는 벤처 기업의 속성을 지향하고 있기 때문에, 자유로운 분위기 속에 부서, 직급에 상관 없이 경험이 많은 부장이나 선배에게 쉽게 질문하고 의견을 전달할 수 있는 조직 문화가 형성되어 있다.

<임금 수준>
직급별 평균 연봉은 다음과 같다.
사원 : 3.433만원, 주임 : 3,933만원, 대리 : 5,000만원, 부장 : 약 8000만원
22년 기준 전 직급 평균 연봉은 약 5,360만원으로 동종업계 평균보다 7% 더 높아서, 사람들이 대체로 만족하는 편이다.

<업무 강도>
주어지는 업무가 많아서 부담감이 타 부서에 비해 크다. 예를 들어, Device Engineering의 한 파트인 High Voltage MOSFET에서도 voltage 크기에 따라 3~4개의 제품으로 나뉘는데, 한 제품 당 2~3명에서 담당하기 때문에 해야 할 일이 많은 편이다. 이로 인해, 야근이 있을 수 있고, 생활 패턴이 불규칙해지는 경우가 많다.
.






7) 직무 미래 전망
최근 전기차 수요가 줄고 성장세가 둔화되어, 전기차에 탑재되는 MOSFET과 IGBT 등을 만드는 많은 전력 반도체 회사들 역시 악영향을 받았다.
그러나, 주로 오토모티브(≒자동차), 인더스트리얼 제품으로, 전기차, 충전시설, 태양광 등에 쓰이는 SiC 반도체를 주력으로 한 온세미 기업 내 한국 지사인 온세미코리아의 경우, 전년 대비 두 자릿수 성장률을 보일 것으로 예상되고, 오토모티브와 인터스트리얼(Industrial) 부문의 매출은 전체에서 약 80%를 차지하는 등 엄청난 성장세를 보였다.
비록 전기차의 시장이 주춤한 상황이지만, 위 내용과 같이 온세미코리아의 전력 반도체 분야의 경쟁력은 높아지는 추세이므로, 온세미코리아 내 Device Engineer 직무는 전망이 밝다고 할 수 있다.

B. 직무 요구 역량 분석
1) 직무에 추천되는 전공
전자, 반도체 공학, 재료공학부의 사람들을 우대하고, 물리나 화학 같은 기초 공학 전공자들도 지원 가능하다.

2) 직무 관련 필수 교육
Device Engineer의 주요 업무인 제품의 수율 개선, 품질 향상이지만, 제품 공정 과정을 숙지해야 이 일을 진행할 수 있다. 그러므로 전공 과목으로는 반도체 제조 공정과 반도체 물성 관련 수업을 듣는 것이 좋다. 이를 통해, 제조 공정에서 사용되는 소재를 파악하고 공정 과정에서 왜 이러한 단계들을 거치는지 이해함으로서, 나중에 입사한 뒤 여러 가지 실험을 할 때, 다양한 가설을 세워서 원할하게 진행할 수 있다.
또한 외부에서 하는 반도체 공정 실습 프로그램을 이수하여 공정에 필요한 소자를 직접 제작하고 설비를 다루면서 공정도 실습한 경험을 갖고 있다면, 이후 자기소개서나 면접 때 본인을 어필하는데 활용할 수 있다.

3) 학점
해당 직무에서 근무하셨고, 같은 국민대 출신인 박은수 선배님의 인터뷰에 따르면, 본인 평균 학점은 4.2었고, 같이 근무했던 팀원 분들도 3.9 ~ 4.1 정도 나왔다고 말씀하셨다.  11페이지 ‘나) 취업 Tip’에서도 언급했듯이, 해당 직무와 관련된 지식을 갖추고 있는 것이 중요하므로, Device Engineer 업무와 관련된 반도체 공정/물성/장비 관련 전공 과목의 학점이 높을 경우에는 본인의 역량을 보여주는데 도움이 될 것이다.

4) 어학 능력
어학 능력 시험(토익, 토익스피킹, 오픽 등)의 최소 통과 기준치를 설정해 놓지 않았지만, 어학 점수가 높을수록 서류 전형에서 유리할 수 있다.
다만, 면접 단계에서 자기소개, 업무에 연관된 전공 지식에 관한 질문 등이 나올 때 영어로 유창하게 설명할 수 있어야 한다.
입사를 하게 되면, 외국계 기업이므로 해외 엔지니어들과 화상/대면/이메일로 협업할 일이 많기 때문에, 다른 기업보다 높은 수준의 영어 회화 능력을 갖추고 있어야 한다.



5) 자격증
해당 직무를 준비하기 위해 반드시 취득해야 하는 자격증은 따로 없다. 다만, 직무가 요구하는 역량 갖추기 위해, 다음과 같은 자격증을 취득하는 것이 좋다.

1) Office 프로그램 관련 자격증 : ITQ, 워드프로세서, 컴퓨터활용능력 1급
· 근무가 대부분 사무실에서 이루어지기 때문에 Excel, Word, Powerpoint와 같은 Office 프로그램 tool은 기본적으로 사용할 수 있어야 한다.

2) 통계 관련 자격증 : 6 sigma GB/BB, ADsP, 빅데이터 분석 기사, 코딩활용능력 1급
· 반도체 공정이 진행되면서 수많은 data들이 나올텐데, 이러한 data들을 미니탭과 같은 빅데이터 관련 tool을 이용해서 잘 분석할 수 있어야 하므로 통계적 역량을 갖추는 것이 중요하다.

6) 요구 태도
1) 문제 해결 능력
[bookmark: _GoBack]제품 내 불량이 일어난 원인 분석 및 해결법, 수율을 개선시키기 위한 방안을 끊임없이 생각해야 하므로, 문제 해결 능력은 해당 직무에서 중요한 요구 역량 중 하나이다.
따라서 다양한 공모전(ex. UCC 경진 대회, X-materials 등)에 참여하거나, 3, 4학년 때 공학설계, 캡스톤디자인 수업 활동을 통해서 공학적, 논리적으로 문제를 해결하는 능력을 키워야 한다.

2) 의사소통 능력
내부 고객에서 설명했듯이, 해당 직무(=Device Engineer)는 다양한 직무의 사람들과 소통해야 하므로, 상대방을 배려하는 말하기 능력이 매우 중요하다. 또한, 팀 단위로 활동하기 때문에 나 혼자만의 의견을 내세울 것이 아닌 다른 사람들의 의견을 잘 조율해야 한다.
그러므로 학부생 시절 중앙 동아리, 학생회 활동, 해외 봉사와 같은 다양한 대외 활동을 통해, 협업하는 자세 및 의사소통 능력을 미리 함양해야 한다.














3. 표준 커리어 플래너
	1학년
	<본인의 진로 방향성 설정 및 공학도가 되기 위한 기본 소양 함양>

	
	1학기, 여름방학
	#전공 과목
- 공통: 일반물리I, 일반물리실험I, 공학기초수학
- 신소재공학부: 신소재공학입문I
(재료의 공정, 구조, 성질 및 거동에 대한 기본이론)
- 전자공학부: 창업연계공학설계입문
(창의적 공학설계의 기본이론과 지식)
· 전공 기초 교과목을 이수하여, 공학도가 되기 위한 기본 소양을 갖춘다.
 
#활동
Junior CoREP(저학년 예비 직무전문가 양성)
· 해당 프로그램 내 활동인 적성/흥미 유형 검사를 통해 본인에게 알맞은 진로를 탐색해보고, 팀 단위로 진행되는 ‘직무 로드맵 공모전’을 통해 협업 자세와 의사소통 능력을 함양한다.

	
	2학기, 겨울방학
	#전공과목
- 공통: 공학수학
- 신소재공학부: 일반물리II/일반화학II (택 1), 일반물리실험II/일반화학실험II (택 1), 신소재공학입문II, 창업연계공학설계입문
- 전자공학부: 논리회로, 전산학실습(공학인증), 일반화학I, 일반화학실험I
· 전공 기초 교과목을 이수하여, 공학도가 되기 위한 기본 소양을 갖춘다.
 
#활동
동문 초청 현직자 직무 간담회 (->국민대 경력개발지원단 홈페이지 참고)
· 본인이 희망하는 산업 및 직무에 진출한 동문 선배와의 만남을 통해, 해당 직무의 업무 내용, 갖춰야 할 역량 등을 파악한다.
이후 ‘개인 커리어플래너’를 작성하여, 학년/학기 별로 진행할 세부 활동을 설정한다.
 
#기술
ITQ, 컴퓨터활용능력 1급
· 오피스(사무실) 근무에 필요한 컴퓨터 프로그램 활용 능력을 갖추기 위해, 해당 자격증을 취득한다.

	2학년
	<반도체 관련 기초 지식 습득, 다양한 교내/외 활동을 통한 경쟁력 강화>

	
	1학기, 여름방학
	#전공과목
- 신소재공학부: 현대물리, 전산학실습(공학인증), 신소재기초실험I
- 전자공학부: 전자기학I, 디지털공학
· 해당 전공 수업을 통해, 반도체 관련 기초 개념을 학습한다.
#활동
X-materials와 같은 대회 참여 및 수상
· 전공과 관련된 다양한 공모전에 참여하여, 이후 자기소개서 작성 및 면접에 필요한 경쟁력을 갖춘다.
 
#기술
6-Sigma GB(Green Belt)
· 제품 및 서비스의 품질 관리 방법론으로, 기초 통계 지식과 DMAIC 개념을 습득하여 문제 해결 능력을 향상시킨다.

	
	2학기, 겨울방학
	#전공과목
- 신소재공학부: 전자화학재료역학, 신소재기초실험II
- 전자공학부: 전자기학II, 반도체물리전자
· 해당 전공 수업을 통해, 반도체 관련 기초 개념을 학습한다.

#활동
반도체 관련 박람회 참여 (ex. 세미콘 코리아)
· 해당 박람회에 참여하여, 반도체 산업 동향 및 기업 성과 등을 확인한다.

#기술
ADsP(데이터분석 준전문가)
· 해당 자격증 취득하여, Device Engineer 직무의 수율 개선 업무에 필요한 빅데이터 분석 능력을 갖춘다.

	3학년
	<반도체 관련 전문 지식 및 필수 역량 취득>

	
	1학기, 여름방학
	#전공과목
- 신소재공학부: 반도체소재의전기자기적성질, 전자재료(반도체의 기초지식), 재료의 기계적 성질(총괄적인 재료의 기계적 특성)
- 전자공학부: 전자회로I, 제어공학, 지능형반도체공학(반도체 소자의 동작원리와 응용)
· 반도체 관련 전공 과목을 수강하여, 반도체 소자 구조, 공정 과정 등을 파악한다.

#활동
학부연구생 (반도체 담당 교수님 랩실에 들어가기)
· 반도체 관련 연구 활동 및 프로젝트를 통해, 전공과 관련된 전문적인 지식을 습득한다.
#기술
토익스피킹/오픽 : IH 이상
· 외국계 기업이어서 해외 엔지니어들과 활동을 많이 하기 때문에, 토익 대신 스피킹(말하기) 시험을 준비하여, 기업에 요구하는 영어 회화 능력을 갖춘다.

	
	2학기, 겨울방학
	#전공과목
- 공통: 공학설계(공학적인 지식으로 논리성을 바탕으로 새로운 제품을 제작)
- 신소재공학부: 반도체계면특성, 반도체공학(‘MOSFET’의 구동 원리와 전류-전압 특성)
- 전자공학부: 전자회로II, 디지털IC, 지능형반도체소자(반도체 소자의 구조와 동작원리)
· 반도체 관련 전공 과목을 수강하여, 반도체 소자 구조, 공정 과정 등을 파악한다.

#활동
CoREP (실무형 핵심직무 전문가 양성과정)
· 다양한 취업역량교육 및 직무역량교육 프로그램을 통해, 주니어코랩 시기보다 경쟁력을 한 단계 더 갖춘 반도체 직무 전문가로 성장한다.

#기술
6-Sigma BB(Black Belt)
· ‘6-Sigma GB’에서 학습한 DMAIC의 전문적인 적용 방법 및 미니탭 활용법을 학습하여, 기업에서 요구하는 통계적 역량을 갖춘다.

	4학년
	<실습 경험 및 취업에 필요한 역량 강화>

	
	1학기, 여름방학
	#전공과목
- 공통: 창업연계융합종합설계I
- 신소재공학부: 반도체제조공정및설계, 나노반도체소재및소자응용(나노 소재와 반도체 기초개념)
- 전자공학부: 집적회로공정, 아날로그IC
· 반도체 관련 심화 내용을 학습하고, 설계 과목을 통해 논리적으로 문제를 해결할 수 있는 역량을 키운다.

#활동
반도체 공정 실습 (ex. 서울대, 나노기술원)
· 전공 과목에서 배운 개념을 실습을 통해 직접 다룸으로써, 목표 직무에 진출하기 위한 스펙을 향상시킨다.

#기술
자기소개서 작성
· 대학 생활 4년 동안 했던 주요 활동을 토대로, 본인의 어필할 수 있도록 자기소개서를 작성해본다.

	
	2학기, 겨울방학
	#전공과목
- 공통: 창업연계융합종합설계II
- 신소재공학부: 디스플레이공학, 박막공학
- 전자공학부: 지능형SoC, 디스플레이회로및시스템
· 반도체 관련 심화 내용을 학습하고, 설계 과목을 통해 논리적으로 문제를 해결할 수 있는 역량을 키운다.
#활동
취업 멘토링 프로그램 (->국민대 경력개발지원단 홈페이지 참고)
· 해당 프로그램을 통해, 본인이 희망하는 기업 내 직무에서 원하는 인재상 파악 및 면접에 필요한 다양한 스킬을 학습하여, 취업에 필요한 역량을 기른다.

#기술
영어 면접 준비
· ‘온세미코리아’는 면접 시 일부 질문에 대해 영어로 답변해야 하므로, 해당 직무에 관한 전공 지식 및 본인의 역량 관련 질문에 영어로 답변할 수 있도록 준비한다.



Ⅳ. 결론 
1. 참여 소감
<개요>
‘포미(For me)’ 팀은 팀 명칭처럼 ‘나(me)를 위해’, 그리고 ‘신소재공학부(MSE)와 전자공학부(EE)로 구성된 팀원 모두를 위해’ 협업 정신을 발휘하여, ‘온세미코리아’ 내 Device Engineer 직무에 대해 자세히 알게 되었고, 아울러 주니어코랩 활동을 통해 ‘경쟁력 있는’ 반도체 직무 전문가로 성장하게 되었다. 다음은 주니어코랩 활동을 하면서 ‘포미’ 팀 구성원들이 느낀 소감 전문이다.

· 양서정 (신소재공학부 22학번)
주니어코랩 활동을 통해 온세미코리아의 Device engineering 직무에 대해 더 자세히 알게 되어 좋았고, 그 과정에서 반도체 관련 직무에 대해 이해할 수 있어 좋았으며 나 자신을 알아가게 되는 계기가 되어 좋았습니다. 앞으로 커리어 플래너를 토대로 취업을 향해 나아가겠습니다.

· 공지우 (전자공학부 22학번)
산업, 기업, 직무를 분석하는 방법에 대해 배울 수 있었고 팀원들과 협력하며 소프트스킬까지 얻었습니다. 또한 남은 대학생활의 이정표가 되어줄 커리어 플래너를 작성하면서 미래에 대한 자신감을 얻을 수 있었습니다.

· 김민서 (신소재공학부 22학번)
주코를 하기 전에는 제가 뭘 해야 하는지 모른 체 방황하며 살아왔습니다. 하지만 이 프로그램을 통해 제 자신을 파악하고, 제 진로에 대한 방향성을 찾으며 나아갈 수 있었습니다. 팀원들과의 소통, 멘토님의 피드백, 서로 간의 협력을 통해 더더욱 성장하는 좋은 계기가 되었던 프로그램이었습니다.

· 박지원 (전자공학부 21학번)
'반도체' 라는 넓은 산업 분야에 속해 있는 직무, 기업들을 자세히 알 수 있었고 이를 통해 저의 진로에 대한 로드맵을 얻을 수 있었습니다. 팀원들과 함께하면서 협업 및 소통 역량도 기를 수 있었고, 주코 전 목표했던 팀 프로젝트에 참여하기 위한 기본 역량을 키울 수 있어 좋았습니다.
· 송유미 (신소재공학부 22학번)
Junior CoREP을 통해 부족했던 협업 능력을 길렀고 커뮤니케이션 스킬이 향상되었고, 다양한 사람들과의 협업 하는 과정에서 저 또한 성장된것을 느낄 수 있었습니다. 또한, 선배들과의 만남을 통해 진로 선택에 대한 확신을 얻게 되었고, 직무를 조사하면서 반도체 산업에 대한 이해와 다양한 시각을 얻는데 큰 도움이 되었습니다. 앞으로의 대학생활에서는 Junior CoREP에서 얻은 경험과 지식을 활용하여 더욱 적극적으로 참여하고 성장하고자 합니다.

· 심현기 (신소재공학부 20학번)
주니어코렙과 하모니데이 활동을 통해 앞으로 내가 무엇을 언제 어떻게 해나가야 할지에 대한 계획을 세울 수 있었고, 반도체 관련 산업과 기업, 직무에 대한 공부를 통해 3,4학년 때 있을 취업 준비에 대비할 수 있었습니다.

· 이창기 (신소재공학부 20학번)
주니어코렙 참여 이전에는 반도체 산업과 관련 직무에 대한 이해가 부족했었습니다. 주니어코렙을 통해 반도체 산업에서 엔지니어가 하는 업무에 대해 깊이 있게 배울 수 있었고, 주니어코렙은 앞으로의 대학생활 방향성을 찾는 좋은 기회였습니다.

· 임영훈 (신소재공학부 20학번)
주니어코랩 활동은 제 대학 생활의 큰 전환점이 되었습니다. 학우들과 팀 프로젝트를 진행하면서 협업 정신 및 의사소통 능력을 키울 수 있었고, 하모니데이 및 직무 조사를 바탕으로 개인 커리어플래너를 작성함으로써, 저의 진로 방향성을 설정할 수 있었습니다. 제가 원하는 직무의 요구 역량들을 확인했으니, 그 역량을 채우기 위해 앞으로 전진하겠습니다.
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- onsemi (onsemi-korea.com)
- ON_Semiconductor_회사소개.pdf
- 온세미컨덕터코리아(주) 2024년 기업정보 | 365건 면접후기 2.7 면접난이도 | 잡플래닛 (jobplanet.co.kr)
- 온세미컨덕터코리아 분석리포트ㅣ캐치 (catch.co.kr)
- 온세미컨덕터코리아 분석리포트ㅣ캐치 (catch.co.kr)

<Page 12 ~ 17 : ‘A. 직무 분석’>
- [채용 설명회] onsemi에 대해 알고 싶어? - YouTube
- 직무 인터뷰 (Device Engineer 편) - YouTube
- 반도체 공정의 시작 (tistory.com)
- 반도체 공정 - 식각(Etching)-1 (tistory.com)
- 반도체 공정 - 식각(Etching)-2 (tistory.com)
- 반도체 공정 - 박막 공정(PVD) (tistory.com)
- 반도체 공정 - 박막 공정(CVD) (tistory.com)
- 반도체 공정 - 세정(Cleaning) 공정 (tistory.com)
- [반도체 전공정 3편] 반도체 패턴을 만드는 포토 공정 (3/6) (skhynix.co.kr)
- [반도체 전공정 4편] 그려진 패턴을 파내는 ‘식각 공정’ (4/6) (skhynix.co.kr)
- [반도체 전공정 5편] “더 작게, 더 많이” 미세화를 위한 핵심 ‘증착 공정’ (5/6) (skhynix.co.kr)
- [평탄화 공정] Chemical Mechanical Polishing, CMP 공정 - 딴딴's 반도체사관학교 (tistory.com)
- [반도체 공정] 7. EDS 공정(Electrical Die Sorting) (tistory.com)
- 반도체 공정 7. EDS(Electrical Die Sorting) 공정 (tistory.com)
- 온세미코리아 팀 소개 2편: 제품기술팀(Device Engineering) - YouTube
- 온세미컨덕터코리아 연봉정보 - 평균연봉 5,360만원 | 잡코리아 (jobkorea.co.kr)
- 전기차 인기 시들… 리튬값 1년간 80% 급락 - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)
- 침체 빠진 전기차, 할인 경쟁에 경고등 - 노컷뉴스 (nocutnews.co.kr)
- 온세미 "부천 SiC 팹, 올해 매출 두자릿수 성장...차량용 80%" - ZDNet korea

<Page 18 ~ 19 : ‘B. 직무 요구 역량 분석’>
- [채용 설명회] onsemi에 대해 알고 싶어? - YouTube
- 온세미컨덕터코리아(주) 취업 합격 스펙 | 잡코리아 (jobkorea.co.kr)




<Page 20 ~ 23 : ‘3. 표준 커리어 플래너’>
- 전공별 로드맵 - 국민대학교 경력개발지원단 (kookmin.ac.kr)
- thumbnail2.do (kookmin.ac.kr)
- fusion_brochure_2023_1.pdf
- energy_brochure_2023_1.pdf

2. 기타 정보
<복리후생과 기업문화 세부 자료>
ㄱ. Health & Life
· 단체 상해 보험을 통해 임직원에게 발생할 수 있는 예기치 못한 사고에 대비토록 하고 있으며 본인 및 배우자도 가입 가능하다.
· 임직원의 건강 증진을 위해 매년 1회 종합 건강 검진을 시행한다. (만 36세 이상은 1회/년, 만 30세이상~만 35세 이하는 1회/2년 종합검진 제공, 임직원의 배우자 역시 본인과 동일하게 종합검진 무료 제공)
· 임직원 출퇴근 편의를 위해 통근버스를 운행하며, 원거리 거주자를 위해 기숙사를 운영한다.
· 임직원의 안정적인 직장 생활과 거주를 위해 주택 구입 혹은 임차 자금을 융통하는데 필요한 금융 비용을 지원한다.

2. Work
· 사내에서는 연중 온라인 교육과 외국어 교육 진행, 본사에서 주관하는 교육 과정 실시한다.
· 직무 능력 계발을 위한 대학원 진학 지원을 포함한 사외 교육에 대한 지원 제도가 마련되어있다.
· 직원 채용에 있어 직원의 지인 등 외부 후보자 추천을 적극 권장하고 있다.
(채용 심의 과정을 통해 최종 입사한 경우, 추천 포상금 지급)
· CSR활동, 멘토링 프로그램을 진행한다.

3. Family
· 임직원의 육체적, 정신적인 휴양을 위하여 국내외의 휴양시설을 이용하는 경우 회사가 숙박비 일부를 지원한다. 일부 휴양소는 회원권 직접 구입하여 임직원이 이용할 수 있도록 관리한다.










<Device Engineer가 담당하는 전력 반도체 소자(제품)들에 관한 기본 특징>
Device Engineer는 위 내용에서 언급했듯이 전력 반도체 소자(제품) 별로 총 5개의 파트로 나뉘어져 있다. 그러나 본인이 파트를 선택해서 지원할 수 없으므로, 전력 반도체 소자에 대한 배경 지식을 미리 갖추고 있는 것이 매우 중요하다.

1. MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)
MOS 구조를 가진 디지털 회로와 아날로그 회로에서 가장 일반적인 전계 효과 트랜지스터(FET)이다. 구조에 대해 설명하자면, 반도체 기판 위에 절연층(산화물)이 형성되고, 그 위에 금속 게이트가 배치된다. 이 금속 게이트 주위에는 산화물로 형성된 절연층인 게이트 산화물이 존재한다. 마지막으로, 소스와 드레인이라는 두 개의 접촉이 반도체에 형성되며, 이를 통해 전류가 흐를 수 있게 된다.
이러한 구조로 인해, MOSFET은 전압으로 제어되기 때문에 전력 소모가 적고, 일반적으로 빠른 스위칭 속도를 가지고 있지만, 정전기에 약하고 고전압 응용에는 한계를 보인다. 따라서 고주파 및 고효율 회로에 적합하고, 컴퓨터, 휴대 전화, 디지털 회로, 전력 변환기 및 스위칭 전원 공급 장치 등에서 주로 사용된다.

★ Low Voltage MOSFET vs High Voltage MOSFET
소자가 버틸 수 있는 항복 전압 차이에 따라 나뉜다.
Low Voltage MOSFET : 100 ~ 500V 버티는 소자
High Voltage MOSFET : 500 ~ 1000V 버티는 소자

2. Diode (다이오드)
반도체 소자 중 가장 간단한 형태이고, 저마늄이나 규소로 만들어진다. 다이오드는 P형 반도체와 N형 반도체를 접합하여 만든 P-N 접합(P-N Junction)에 바탕을 두고 있다. P-N 접합 다이오드에서 전류는 p형 반도체(anode, 양극)에서 n형 반도체(cathode, 음극)로만 흐르게 하고 반대 방향으로 흐르려고 할 때는 차단된다. 즉, 정류 작용을 해서 다른 부품들을 과전류 및 역전류로부터 보호하는 역할을 한다. 한 번에 많은 양의 전류, 전압 전달에 유리하나, MOSFET에 비해 흐르는 전류의 양을 잘 조절하지 못한다. 전기 자동차 및 AV 기기 등에 사용된다. 

3. Analog IC
Analog IC는 빛, 소리, 온도와 같은 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 시스템 반도체이다. Analog IC는 무엇을 디지털 신호로 변환하는지에 따라 나뉘는데, 종류로는 다음과 같다.
PMIC : 전력 반도체, 전력을 변환/처리/제어한다. 여러 IC의 전압과 화면 상태 등을 복합적으로 제어하는 시스템 반도체로 모든 장비들이 최소한의 전력으로 구동할 수 있게 함으로써 배터리 구동 시간을 늘리기 위해 많이 사용된다.
Image Senor : 이미지센서, 카메라 렌즈로 들어온 영상 정보가 담긴 빛을 디지털 신호로  변환시킨다. 포토다이오드 신호 전송 방식에 따라 CIS, CCD로 구분된다.
Touch Controller : 스마트폰 액정에 적용된 터치 스크린 기술을 생각하면 된다. 감압식(물리적인 압력을 감지), 정전식(전기 신호의 변화), 적외선식 등이 있다.


4. IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)
IGBT는 전력 반도체 소자 중 한 종류이다. 전력 손실이 적고 빠른 스위칭 속도라는 장점을 가진 MOSFET와 작동이 간단하고 전류 증폭에 적합한 트랜지스터(BJT)의 장점을 결합한 것에, 높은 전압 및 전류 처리 능력까지 갖추고 있어 높은 에너지 효율성을 지니고 있다. 추가로, 게이트 신호를 통해 저전압으로도 쉽게 제어될 수 있고, 게이트 전압을 조절하여 출력 전류를 정확하게 제어할 수 있기 때문에 안정성 역시 높다.
이러한 특성 때문에, 현재 산업용 드라이브, 발전기, 변환기, 주파수 제어 시스템 등에서 쓰이고 있다.
아직 고주파에서의 작동 제한, 스위치 동작에서 발생하는 손실, 비싼 가격 문제가 남았지만, 앞으로 스마트 그리드 및 재생 에너지, 전기차와 철도 운송 분야에서 핵심적인 역할을 할 것으로 기대되고 있어 IGBT는 전망이 매우 밝은 편이다.

<공정에서 유발되는 주요 불량(≒Defect) 유형 – (Page 17 : ‘※’ 내용 참고)>
[image: 다채로움, 스크린샷, 텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명]

[출처] KIEE - The Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers (auric.kr)
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